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鸿利智汇集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □ 分析师会议

□ 媒体采访 ■业绩说明会

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观

□ 其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名
投资者网上提问

时间 2026 年 9 月 15 日 (周二) 下午 14:30~17:00

地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）

采用网络远程的方式召开业绩说明会

上市公司接待人

员姓名

1、董事长/总裁李俊东

2、副总裁/董事会秘书/财务总监赵军

投资者关系活动

主要内容介绍

问：请问金舵投资现在对公司有没有靠谱的大力支持，比如

寻找优质资产注入。

您好，控股股东金舵投资自入主以来，持续在公司治理规范、

国资资源对接、产业协同、资本赋能等多方面给予公司支持。

战略层面，金舵投资支持公司坚定落地“一体两翼”产业发

展战略，共同设立战略创业投资基金，围绕 LED 先进封装、

Mini/Micro LED、汽车照明及电子、泛半导体、精密制造等战略

性新兴产业领域挖掘、培育优质产业项目，为上市公司储备潜在

产业资源，助力主业做强、前沿赛道布局。

治理与管理层面，依托国资治理经验，持续推动公司内控体

系完善、管理效能提升，规范上市公司治理，强化风险管控，夯



实经营管理基础。

产业与客户层面，发挥国资平台产业链资源优势，积极对接

上下游产业生态，协助公司拓展优质客户、挖掘产业协同机会，

优化客户与业务结构。

资本与信用层面，依托控股股东国资信用背书，公司外部信

用条件得到改善，融资渠道进一步拓宽，融资成本实现显著优化，

有效增强公司资金保障能力，支撑业务持续投入。谢谢。

问：请结合公司目前的生产情况和现阶段的股价你认为如何

为股东创造收益？如果公司发展战略不适合未来发展前景是否

考虑转型？谢谢！

您好，二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多

重因素影响，短期股价波动并不完全等同于公司内在价值。公司

将坚定不移落实 “一体两翼”产业发展战略，同时前瞻布局前

沿赛道；持续优化产品结构、优质客户结构，提质增效、改善经

营基本面，通过扎实的经营业绩夯实公司内在价值，努力为股东

创造长期回报。

公司当前发展战略是结合行业趋势与自身产业基础制定，将

会动态评估战略落地成效，持续优化业务布局。谢谢。

问：望公司及时更新，微信公众号，及时介绍公司经营动态，

让投资者多了解公司产品！

您好，感谢您的宝贵建议。公司官方微信公众号“鸿利智

汇”一直在持续更新，发布公司经营动态、市场活动、产品技术

等信息，涵盖 LED 半导体封装、汽车照明、Mini/Micro LED 显

示等核心业务，便于投资者了解公司相关情况。

后续公司也会继续做好公众号运营，进一步向大家展示公司

产品与业务进展。感谢您对公司的关注与支持！

问：请问三季度业绩预告，何时出？是否有大幅增长？

您好，根据创业板上市公司信息披露相关规则，三季度业绩

预告不属于强制披露事项。公司 2026 年三季度业绩情况请留意



后续披露的 2026 年三季度报告相关内容。谢谢！

问：公司定增十年来，已跌破定增价近百分之五十，请问何

时才能回到定增价？作为科技公司，目前是否有什么产品能提高

公司利润？

您好，公司将持续推进“一体两翼”业务布局：以半导体封

装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro 新型显示两大

业务为增长引擎。半导体封装主业上，会强化技术与产业链整合，

优化产品和客户结构，加速布局健康智能照明、植物照明、影视

照明、汽车照明等高附加值赛道，巩固车规支架优势；汽车照明

板块持续开发客户、推进项目落地，拓展国内外乘用车、商用车

车灯市场；Mini/Micro LED 方面，着力构筑直显领域核心客户

体系，推动标准化产品向中型客户市场深度渗透，实现市场份额

稳步提升。除此之外，公司将在深耕现有主业的基础上，积极拓

展新增长曲线，聚焦人工智能、半导体、汽车电子等前沿技术领

域开展战略布局。

同时，二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多

重因素影响，请注意投资风险。谢谢。

问：公司于 2016 年-2017 年，共定增 12 亿，定增价 12.67

元-12.81 元，当时是怎样定价的？十年来跌破定增价近百分之

五十，公司有何措施提高市值？定增资金投入生产了吗，何时产

生效益，才能达到定增价上方？

您好，2016 年 1 月 27 日，公司非公开发行股票申请经中国

证监会发行审核委员会审核获得通过。本次发行的股票数量为

56,634,996 股，发行价格为 12.81 元/股，发行募集资金总额为

725,494,298.76 元，募集资金净额为 710,881,633.91 元。募集

资金用于“SMD LED 建设项目”、“收购良友五金 49%股权并增

资项目”和“补充流动资金项目”三个项目。具体情况可详见当

时的《发行情况报告书》相关章节的内容。

下一步，公司将持续推进“一体两翼”业务布局：以半导体



封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro 新型显示两

大业务为增长引擎。在深耕现有主业的基础上，积极拓展新增长

曲线，聚焦人工智能、半导体、汽车电子等前沿技术领域开展战

略布局。同时，公司会持续优化业务结构、加大技术研发、拓展

优质客户，夯实经营基本面，努力提升内在价值回报广大投资者。

谢谢。

附件清单（如有） 无

日期 2026-09-15


